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(57) Resumo: SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
MODULAR E METODOS. A presente invengéo refere-se a um sistema
de distribuicdo de energia modular que compreende um chassi; e uma
placa principal que inclui uma entrada de energia, e uma pluralidade
de localizagbes de conexdo de médulo. Uma pluralidade de médulos
estd montada dentro do chassi, cada médulo montado em uma das
localizagdes de conexdo de médulo. Cada moédulo inclui: (i) um diodo
OR-ing; (i) um dispositivo de protecdo de circuito; (i) um
microprocessador que controla o dispositivo de protegéo de circuito; e
(iv) uma localizagéo de conexéo de saida de energia. Uma chave de
opgao de circuito esta localizada sobre cada moédulo para ajustar os
limites de corrente para cada médulo. Um moédulo de controle esta
provido conectado a placa principal.
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Relatério Descritivo da Patente de Invencdo para "SISTEMA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA MODULAR E METODOS". _
CAMPO DA INVENCAO

A presente invengao refere-se a um painel de distribuicao de

energia com modulos de elementos de circuito.
ANTECEDENTES DA INVENCAO |
Os painéis de circuito elétrico tais como os painéis de distribui-

¢ao de energia tipicamente incluem um numero de diferentes elementos de
circuito tais como os suportes de fusivel e os fusiveis, os disjuntores, os co-
nectores de entrada e saida e os LEDs de sinal de alarme. Por seguranga e
outras razoes, os circuitos elétricos de painéis de distribuicdo de energia es-
tao fechados dentro de uma estrutura de alojamento. Portanto, os elementos
de circuito acima listados tem sido tipicamente inseridos em furos que foram
pré-cortados ou pré-puncionados na estrutura de alojamento, usualmente
em um painel dianteiro ou traseiro da estrutura de alojamento.

Estes painéis de circuito anteriores sdo fixos e uma vez que os
furos sdo formados no alojamento, o tipo e a disposi¢do dos componentes

" sd0 limitados. De modo a fabricar diferentes painéis de circuito fixo dos sis-

temas anteriores, um fabricante de painel de circuito puncionaria diferentes
padrées de furos nos painéis dianteiros e traseiros da estrutura de alojamen-
to de modo a acomodar as diferentes disposi¢cdes de elementos de circuito.
Um tempo e custo de reusinagem significativos estao envolvidos para ofere-
cer diferentes painéis fixos. A montagem dos elementos de circuito é tam-
bém dificil quando os elementos sao inseridos através de furos. Uma solu-
¢ao esta descrita e mostrada na Patente U.S. Numero 6.456.203.

Além disso, tais painéis tem fiagdes entre as conexdes de entra-
da e saida, e as localizacbes de fusiveis e/ou disjuntores. Em alguns painéis, 7
conexdes de energia redundantes estao providas, controladas por um diodo
OR-ing que inclui um dissipador de calor. Estas caracteristicas podem ocu-
par um espaco significativo dentro do painel.

Existe uma necessidade continuada para painéis de distribuicdo

de energia aperfeigoados.
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SUMARIO DA INVENCAQ

Um sistema de distribuicdo de energia modular compréende um

chassi; e uma placa principal que inclui uma entrada de energia, e uma plu-
ralidade de localizagbes de conexdo de médulo. Uma pluralidade de moédu-
los estd montada dentro do chassi, cada médulo montado em uma das loca-

lizagdes de conex@o de médulo. Cada mdédulo inclui: (i) um diodo OR-ing; (ii)

-um dispositivo de prote¢do de circuito; (iii) um microprocessador que contro-

la o dispositivo de prote¢éo de circuito; e (iv) uma localizagao de conexdo de
saida de energia. Uma chave de opg&o de circuito esta localizada sobre ca-
da mddulo para ajustar os limites de corrente para cada médulo. Um médulo
de controle de sistema esta provido conectado a placa principal.

Um sistema de distribuigdo de energia modular compreende um
chassi que tem uma frente aberta e um interior; e uma placa principal posi-
cionada oposta a ffente aberta, e que inclui uma entrada de energia, e uma
pluralidade de localizagbes de conexdao de médulo. Uma pluralidade de mé-
dulos esta montada no interior do chassi, cada médulo montado em uma das
localizagbes de conexao de médulo. Cada mddulo inclui: (i) um conector tra-
seiro; (ii) um corpo principal; (iii) um dispositivo de protecao de circuito; (iv)
um painel dianteiro; e (v) uma localizagdo de conexao de saida de energia
sobre o painel dianteiro.

'BREVE DESCRICAO DOS DESENHOS

Figura 1 é uma vista lateral esquematica de uma modalidade de
um painel de distribuigdo de energia, com um maédulo parcialmente inserido
no chassi.

Figufa 2 é uma vista lateral esquematica de outra modalidade de
um painel de distribuigcdo de energia, com um mddulo parcialmente inserido
no chassi. _

Figura 3 é uma vista de topo esquematica do painel de distribui-
¢ao de energia da figura 1.

Figura 4 é uma vista de topo esquematica de uma modalidade
alternativa do painel de distribuigcao de energia.

DESCRICAO DETALHADA DAS MODALIDADES PREFERIDAS
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Referindo as figuras 1 e 2, sistemas de distribuicdo de energia
10, 110 estdo mostrados. Os sistemas de distribuicdo de energia 10, 110
sdo projetos modulares que incluem um chassi 12 e médulos de circuito re-
moviveis 14, 114. Cada médulo de circuito 14, 114 inclui disjuntor eletrénico
16, 116 para protec¢ao de circuito, € um conjunto de poﬁa 18, 118 para emitir
a distribuicao de energia. .

O chassi 12 inclui um topo 34 e um fundo 36. Uma placa princi-
pal 38, tal como uma placa de circuito impresso, prové a interconexdo entre
0s moédulos 14, 114 e 0 conector de entrada de energia 26. De preferéncia,
um segundo conector de entrada de energia redundante 27 esté provido (vi-
de Figura 3). '

Os modulos 14, 114 sao recebidos dentro do chassi 12 atravéé
de uma abertura dianteira 20. Os médulos 14, 114 podem ser removidos
através da abertura dianteira 20 conforme desejado para reparar, substituir
ou manter os modulos. Os médulos 14, 114 podem ser engatados ou de ou-
tro modo presos no chassi 12, conforme desejado.

Os médulos 14, 114 sdo similares em muitos aspectos para dis-
tribuir e monitorar a energia nos sistemas 10, 110. Os médulos 14, 114 cada
um inclui uma placa de circuito impresso 42 com um circuito para conectar a
e'nergia de entrada com a energia de saida. Os médulos 14, 114 diferem nas
disposi¢oes para as saidas de energia nos conjuntos de porta 18, 118. O
maodulo 10 inclui um Unico conector de saida de energia 72, tal como um co-

nector de alta poténcia que inclui um conector DB9-2W2; enquanto que o

moédulo 110 inclui uma pluralidade de conectores de saida de energia 172

separados, tais como conectores de poténcia mais baixa que incluem termi-
nais de parafuso.

Os disjuntores eletrénicos 16, 116 fazem parte de médulos de
circuito ativo 14, 114 para substituir os fusiveis e disjuntores discretos utili-
zados nos painéis de distribuicdo de energia da técnica anterior. O usuario
final adiciona, remove, ou aprimora as portas no sistema de distribuicdo de
energia conforme requerido adicionando ou removendo os modulos de cir-
cuito 14, 114.



10

15

20

25

30

Cada médulo de circuito 14, 114 pode ser utilizado como um dis-
juntor de 1A, 2A, 10A, etc. pelo ajuste das chaves de opc¢des de limite de
corrente 22. Por exemplo, chaves DIP de 2 posi¢cdes poderiam ser utilizadas.
Os painéis da técnica anterior com fusiveis e disjuntores discretos tem um
unico valor de desarme. Uma légica de controle 24 que inclui um microcon-
trolador 28 monitora a corrente de saida através de sensores de corrente 30,

130. Se a corrente de saida exceder os limites ajustados pelas chaves de

opgao 22, o microcontrolador 28 desligara ("desarmara") um dispositivo de
disjuntor 32, o qual é de preferéncia um dispositivo de estado sélido. O limite
de corrente ajustado pelas chaves de opg¢ao 22 pode também ser superado

-através de uma interface de software de um terminal remoto através de um

médulo de controle 40 (vide figuras 3 e 4). O microprocessador 28 estad em
rede com um processador externo através do mddulo de controle 40. Se um
dispositivo de disjuntor 32 for desarmado devido a detecg¢ao de uma condi-
¢do de sobrecorrente, o microcontrolador 28 periodicamente reabilitara o
dispositivo de disjuntor 32 para ver se a falha ainda existe. Isto pode eliminar
uma visita de servigo se a sobrecorrente foi causada por uma condigao tran-
siente momentanea.

O microcontrolador 28 prové um controle sobre o dispositivo de
disjuntor 32. Isto elimina as desconexdes causadas por transientes de fonte
ou de carga. O microcontrolador 28 pode também ajustar um ponto de de-
sarme de disjuntor com base no monitoramento de carga ao longo do tempo.
O microcontrolador 28 esta também equipado com um arquivo de histérico
que registra varias condi¢des locais para os médulos de circuito 14, 114 in-
dividuais. Estas informagc”)es estao acessiveis através do modulo de controle
40.

O microprocessador 28 pode incluir um algoritmo de controle de
desarme dependente de carga. Esta opgao permite que o microprocessador
28 ajuste o ponto de desarme de disjuntor para uma dada carga com base

em um algoritmo de aprendizado. O microprocessador 28 monitora a corren-

- te que sai ao longo do tempo (pode ser um periodo de tempo selecionavel

pelo usuério). O microprocessador 28 esta configurado para calcular uma
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margem de erro, entao utilizar 0 novo valor para criar um valor de desarme
para cada médulo de circuito 14, 114. Por exemplo, um mddulo de circuito
14 é utilizado em um circuito de 30 A. No entanto, tipicamente o circuito so-
mente consome uma carga de 27 A. O microprocessador 28 reconhece a
carga de 27 A pelo monitoramento da carga de corrente ao longo do tempo,
entao adiciona uma margem de erro (por exemplo, 1% - 5%) para criar um
valor de desarme dependente de carga. Portanto, o circuito desarmara antes
que 30 A nem seja consumido. Tal sistema impede uma sobrefuséo, e equi-
pamentos danificados.

Uma desconexdo de baixa voltagem (LVD) esta localizada nos
méddulos de circuito 14, 114. As condi¢des de subvoltagem sdo monitoradas
pelo microcontrolador 28 com um sensor de subvoltagem 46. Se a voltagem
cair abaixo do nivel recomendado, o microcontrolador 28 desligara o disposi-
tivo de disjuntor 32 para desconectar a carga. O mesmo processo ocorrera
se uma condi¢ao de sobrevoltagem ocorrer. As condi¢goes de sobrevoltagem
sdo monitoradas pelo microcontrolador 28 com um sensor de sobrevoltagem
48. o

Para suportar as aplicagdes redundantes (dupla alimehtagéo), 0s
diodos OR-ing 54 estao localizados nos mddulos de circuito 14, 114, Os pai-
néis de distribuicao de energia da técnica anterior que utilizavam os diodos
OR-ring colocavam-nos nos circuitos de entrada os quais requeriam diodos e
dissipadores de calor muito grandes e criavam um unico ponto de falha para

o sistema. A disposicao dos sistemas 10, 110 permite que o calor dissipado

'pelos diodos OR-ing 54 seja uniformemente distribuido no chassi 12 impe-

dindo um ponto quente localizado. A disposi¢ao notada também reduz o ta-
manho dos diodos e de seus respectivos dissipadores de calor, e elimina o
ponto tnico de falha comum nos painéis de distribuicdo de energia da técni-
ca anterior. Os médulos de circuito 14, 114 podem também incluir um sensor
de temperatura 50 para monitorar as condi¢gdes de alta temperatura.

Um indicador de LED 62 sobre cada médulo de circuito 14, 114
prové um status visual de voltagem de entrada e de saida, de corrente de
saida, de temperatura, de condi¢des de sobre / subvoltagem, e de desarme
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de disjuntor. Uma chave de reinicializagdo local 68 esta também provida pa-
ra reinicializar o dispositivo de disjuntor 32 apés uma condigdo de desarme
ter ocorrido. ’

No médulo de circuito 14, toda entrada e saida para o disjuntor
eletrénico 16 é através de um conector de alta corrente 18 para impedir um
contato acidental pelo pessoal de servigo. O médulo de servigco 14 inclui um

conector dianteiro 72, e um conector traseiro 76. O conector dianteiro 72 co-

necta a um conector de cabo 82 e um cabo 86 para a energia de saida. O
conector traseiro 76 conecta no conector de placa principal de chassi 84 pa-
ra emitir a energia para o médulo 14. O conector de alta energia também

-impede as inversdes de polaridade.

Os conectores dianteiros 172 do médulo de circuito 114 cada um
conecta a um conector de saida de energia 182 e um cabo 186. O colnector
de saida de energia 182 pode ser uma conex&o de borne para parafuso para
0 conector dianteiro 172.

Os sistemas 10, 110 eliminam a fiagdo interna normalmente re-
querida nos paingis de distribuicdo de energia da técnica anterior. Toda a
energia e a sinalizagéo estao confinadas nas trilhas de PCB, planos, e bar-
ras condutoras, o que aperfeigcoa a confiabilidade e reduz o custo de monta-
gem. O chassi 12 € um componente passivo que pode ser reconfigurado em

‘'uma variedade de aplicagdes. Os sistemas 10, 110 também reduzem o nu-

mero de conexdes e a perda térmica associada com cada conexao.

Todos os médulos de circuito 14, 114 dentro do chassi 12 comu-
nicam-se com 0 médulo de controle 40. O médulo de controle 40 prové a-
Cesso aos sisterhas 10, 110 através de uma conexao serial ou dé rede de
laptop para as informagbes de status e alarme. O médulo de controle 40
também prové sinais de alarme externos comuns nas aplicagoes de Telco. O
acesso ao médulo de controle 40 é através de um conector dianteiro 56, ou
através de um conector traseiro 58 na parte de tras da placa principal 38.

O chassi 12 na figura 3 tem 0s conectores de energia de entrada
traseiros 26, 27, e os mddulos de circuito 14 acessiveis pela frente. Um

chassi modificado 112 no sistema 10' como mostrado na Figura 4 inclui os



10

15

conectores de energia de entrada 126, 127 acessiveis pela frente.

Os médulos de circuito 14, 114 e o médulo de controle 40 po-
dem ser providos com placas de face dianteiras 86 para proteger as caracte-
risticas de circuito internas. Furos de ventilagao 88 podem ser adicionados
através das placas de face dianteiras 86, para permitir um fluxo de ar através
dos sistemas 10, 10, 110 para o resfriamento dos componentes de sistema.

Os painéis acima notados incluem disposicdes modulares para
os circuitos individuais ou em grupo. Médulos adicionais podem ser acres-
centados conform'e os circuitos adicionais sao acrescentados ao sistema.
Pela utilizagdo de OR-ings localizados, menores diodos e menores dissipa-
dores de calor podem ser utilizados. Vantagens adicionais surgem dos com-
ponentes localizados associados com cada mddulo. Especificamente, com
elementos de desconexao de baixa voltagem localizados, nao existe neces-
sidade de grandes contactores de desconexdo de baixa voltagem associa-
dos com um painel dedicado. Os indicadores LED locais mostram os indica-
dores para cada médulo permitindo um diagnéstico aperfeicoado.
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REIVINDICACOES

1. Sistema de distribuicdo de energia modular, que conﬁpreende:

(@) um chassi;

(b) uma placa principal, que inclui:

(i) uma entrada de energia;

(i) uma pluralidade de localizagdes de conexado de médulo;

(c) uma pluralidade de médulos montada dentro do chassi, cada
moédulo montado em uma das localizagdes de conexdo de moddulo, cada
médulo incluindo: -

(i) um diodo OR-ing;

(ii). um dispositivo de protecao de circuito;

(iif) um microprocessador que controla o dispositivo de protecao
de circuito; e

(iv) uma localizagéo de conex@o de saida de energia.

2. Sistema de distribuigdo de energia modular de acordo com a
reivindicagao 1, ainda compreendendo uma chave de opg¢ao de circuito loca-
lizada sobre cada modulo.

3. Sistema de distribuicdo de energia modular de acordo com a
reivindicagao 1, ainda compreendendo uma entrada de energia redundante
conectada na placa principal.

4. Sistema de distribuicdo de energia modular de acordo com a
reivindicagao 1, ainda compreendendo um modulo de controle montado den-
tro do chassi.

5. Sistema de distribuicdo de energia modular de acordo com a
reivindicagao 1, ém que o dispositivo de prote¢ao de circuito inclui um dispo-
sitivo de disjuntor de estado sélido.

6. Sistema de distribuicao de energia modular de acordo com a

reivindicagéo 1, em que cada mddulo inclui:

(a) um sensor de sobrevoltagem;
(b) um sensor de subvoltagem; e
(c) um sensor de temperatura.

7. Sistema de distribuicdo de energia modular de acordo com a
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reivindicagao 1, ainda compreendendo um dispositivo de controle de desar-
me dependente de carga.

8. sistema de distribuicdo de energia modular, que compreende:

(a) um chassi que tem uma frente aberta e um interior;

(b) uma placa principal posicionada oposta a frente aberta, que
inclui:

(i) uma entrada de energia;

(i) uma pluralidade de localizagdes de conexao de médulo;

(c) uma pluralidade de modulos montada no interior do chassi,
cada médulo montado em uma das localizagdes de conexdo de médulo, ca-
da médulo incluindo:

(i) um conector traseiro para conectar na placa principal e rece;
ber a energia de entrada da entrada de energia;

(i) um corpo principal que inclui uma traseira € uma frente, o co-
nector traseiro localizado na traseira do corpo principal;

(iii) um dispositivo de prote¢éo de circuito sobre o corpo principal
conectado no conector traseiro;

(iv) um painel dianteiro localizado na frente do corpo principal; e

(v) uma localizagdo de conexdo de saida de energia localizada
sobre 0 painel dianteiro conectada no dispositivo de protecao de circuito.

9. Sistema de distribuicdo de energia modular de acordo com a
reivindicacao 8, ainda compreendendo um microprocessador que controla o
dispositivo de prote¢ao de circuito e uma chave de opg¢ao de circuito locali-
zada sobre cada médulo.

10. Sistema de distribuicao de energia modular de acordo com a
reivindicagao 8, ainda compreendendo uma entrada de energia redundante
conectada na placa principal. '

11. Sistema de distribuicdo de energia modular de acordo com a
reivindicagao 8, ainda compreendendo um modulo de controle montado den-
tro do chassi.

12. Sistema de distribuicao de energia modular de acordo com a
reivindicacao 8, em que o dispositivo de protegcao de circuito inclui um dispo-
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sitivo de disjuntor de estado sélido.

13. Sistema de distribuicdo de energia modular de acordo com a
reivindicagao 8, em que cada médulo inclui:

(a) um sensor de sobrevoltagem;

(b) um sensor de subvoltagem; e

(c) um sensor de temperatura.

14. Sistema de distribuicdo de energia modular de acordo com a
reivindicagdo 8, ainda compreendendo um dispositivo de controle de desar-
me dependente de carga.

15. Sistema de distribuicdo de energia modular de acordo com a

-reivindicagdo 8, em que a entrada de energia esta localizada sobre uma su-

perficie que faceia para tras da placa principal.

16. Sistema de distribui¢do de energia modular de acordo com a
reivindicagao 8, em que a entrada de energia inclui um conector de energia
de entrada acessivel pela frente localizado adjacente a frente aberta.

17. Método para a montagem de um sistema de distribuigao de
energia, que compreende: 4

(a) prover um chassi que tem uma frente aberta, e uma placa
principal traseira; ‘

(b) selecionar uma pluralidade de médulos;

(c) montar cada médulo no chassi, em que:

| (i)'cada moédulo desliza para dentro de uma frente aberta do
chassi;

(i) cada moédulo conecta na placa principal para prover cada
modulo com enefgia de entrada; | '

(iii) cada modulo inclui um dispositivo de protegao de circuito;

} (iv) cada modulo prové uma energia de saida ao longo de um
painel dianteiro de cada médulo, protegida pelo dispositivo de protegao de
circuito de cada médulo.
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RESUMO
Patente de Invengdo para "SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
MODULAR E METODOS".

A presente inven¢ao refere-sé a um sistema de distribuigao de
energia modular que compreende um chassi; € uma blaca principal que in-
clui uma entrada de energia, e uma pluralidade de |océliza96es de conexao
de médulo. Uma pluralidade de médulos estad montada dentro do chassi, ca-
da médulo montado em uma das localizagdes de conexao de médulo. Cada
mddulo inclui: (i) um diodo OR-ing; (ii) um dispositivo de protegao de circuito;
(iii) um microprocessador que controla o dispositivo de prote¢ao de circuito;
e (iv) uma localizagdo de conexéo de saida de energia. Uma chave de opgao
de circuito esta localizada sobre cada médulo para ajustar os limites de cor;
rente para cada médulo. Um médulo de controle esta provido conectado a
placa principal.
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